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54;PROCEDE DE REALISATION D*UN CIRCUfr ELECTRONIQUE POUR UNE CARTE A MEMOIRE SANS 
CONTACT. 



57) P recede de realisation d'un drcutt electronique (1) 
Lir une carte d memoire electronique apte a echanger, 
sans contact ^lectrique, des informations avec un dlspositif 
de lecture, ledit circuit Electronique (1) comportant une an- 
tenne (10) de couplage avec ledit dtspositif de lecture et 
une pastille seml-conductrice (20) connectde a ladite Bn> 
tenne (10). 

Selon i'tnvention, ledit proc6d6 comprend Ibs etapes 
consistent a realiser sur une feuille-support (30) de matiere 
plastlque une antenne (10) de couplage munie de deux 
bomes (11 , 12) de connexion electrique. 

b) monter sur lesdites bomes (11, 12) de connexion Elec- 
trique une pastille seml-conductrice (20) d contact par pro- 
tuberances (211, 221). 

Appficatlon a la fabrication des cartes sans contact. 



20 , 
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"PROC£d£ DE realisation D*UN circuit ELECTROlflQUB 
POUR UKB CARTB A MtHOIRB SANS CONTACT* 



5 La pr6sentc invention conccmc un proc6d6 dc realisation d'un 

circuit clectroniquc pour une carte a mcmoire 6lectronique apte 4 
cchangcr. sans contact electriquc, des informations sur un 
dispositif de lecture. Elle conceme 6galcment un proced6 de 
realisation d une carte & mcmoire clectroniquc comprenant un tel 
1 0 circuit clectroniquc. 

L'invention trouvc une application particulicrement 
avantagcuse dans le domaine dc la fabrication des cartes sans 
contact, notamment celles utilis6cs comme titres de transport ou 
comme badges d'acces a des locaux prot6g«s. 

L*echange d'informations entrc une carte sans contact ct le 
dispositif de lecture auqucl eUe est associ6e s'effectue, de manicre 
trfes g6n6rale, par couplagc «ectromagndtique a distance entrc une 
premiere antcnne log^e dans le corps de la carte sans contact et 
une deuxicme antermc situ^e dans ledit dispositif dc lecture. La 
20 carte est munic, par aiUeurs, d une pastille semi-conductrice, ou 
puce, connectcc a ladite premidre antenne et contenant, entre 
autres, une mcmoire dans laquelle sent stockees les informations A 
foumir au dispositif de lecture, ainsi que des moyens. un 
microprocesscur par excmplc. prtvus pour elaborer les 
25 informations a emettre et traitcr les informations regues. 

Les cartes sans contact cxistant actueUement sont constitutes 
d*un circuit «cctroniquc se prcsentant sous la forme d'un insert 
qui. le plus souvcnt, est noy6 dans un corps de carte en materiau 
plastique. Get insert comprend Tantenne de couplagc de la carte, la 
30 pastUle semi-conductricc et un circuit d'interconnexion entrc 
rantenne ct la pastille. La pastille semi-conductrice est 
gcntralement montte sur ledit circuit d'interconnexion scion la 
technique de liaison filaire fwirc bonding- en anglo-saxon) qui 
consistc a relier au moyen dc fils d'or par exemple. les 
metallisations d entree/ sortie de la pastille semi-conductrice a des 
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plages de contact dcposccs sur Ic circuit d'intcrconncxion et sur 
lesqucUcs sent raccordees les bomes dc connexion electrique de 
I'antcnnc dc couplagc. De manicrc a prot^ger la pastille semi- 
conductrice et les fils de liaison, I'ensemble est surmoule d'une 
resine isolante. La pastille semi*conductrice ainsi mont^e sur Ic 
circuit d'intcrconncxion est appelie -module clectronique", 

L*antenne ellc-mcme est riaJis^e soit a partir d'un fil einaiU6 
bobine et connects aux plages dc contact du circuit 
d'interconnexion, soit a I'aide d'un circuit imprimc ou grave, reli6 
au circuit d'intcrconnexion. 

Ccs techniques connues de realisation de cartes sans contact 
mcttant en oeuvre un module Clectronique presentent un certain 
nombre d'inconvenients. 

— EUes necessitent la realisation prealable du module 
eiectronique. 

— Lc8 modules sont cpais du fait des boucles form6es par 
les nis de liaison. De plus, cette Cpaisseur est encore 
augmentee par le surmoulage de protection dont la 
realisation repr6sente par ailleurs unc operation tres 
onCreuse. 

— En raison de I'epaisseur totale de la pastille semi- 
conductricc connectcc et prot6g6e, U est difficile, surtout 
si Ton veut garantir un bon etat de la surface dc la carte, 
dc montcr Ic module clectronique directement sur le 
circuit, imprimc ou grave, portant I'antenne de couplagc 
et de respecter Tepaisscur dc la carte au standard ISO 
(760 Mm). Ce dernier point est d'autant plus critique que 
la plastification rend necessairc dc mettre I'antenne 
proche du milieu dc la carte ct de garder des structures 
symetriques pour Cviter que la carte nc se galbe. Pour 
cettc raison, le module est monte traversant le circuit 
d'antcnne de facon 4 equUibrcr les volumes dc matcriau 
plastiquc de chaquc cdte dc I'antenne, ce qui impose une 
operation supplcmentaire de perpage du circuit imprimc 
ou grave. 



Printed from MIMOSA 08/31/1998 12:30:38 page -3- 



- 3 - 



2756955 



. — L'insert & antenne bobin^e est tres difficile k plastifier cn 
garantissant unc bonne plan*itc de la surface, ct nc peut 
ctrc realise qu'unit^ par unit6. 
— Poxir les deux types d'inscrt. Ics dimensions du module 
selon le plan de la carte sont tres importantes, indulsant 
gcneralement des defauts de plancitc de la carte finie k 
I'aplomb du module sur des surfaces 6galement 
importantes. 

Aussi, le probleme technique a rcsoudre par l objet de la 
pr6scnte invention est de proposer un procede de realisation d un 
circuit tlectronique pour une carte a mteioire electronique apte a 
ichanger. sans contact 61ectrique, des informations avcc un 
dispositif de lecture, Icdit circuit electronique comportant une 
antenne de couplage avec ledit dispositif de lecture et une pastille 
scmi-conductrice connectde a ladite antenne, procede qui 
permettrait de rem6dier aux inconvtoients constates avec les 
inserts connus de I'ctat de la technique, concemant notamment les 
dimensions hors-tout de la pastille semi-conduc trice et I'operation 
de connexion de ladite pastille k I'antenne de couplage. 

Selon rinvention, le probleme technique pose est r^solu du fait 
que ledit proceda comprend les ctapes consistant a : 

a) realiser sur une feuiUe- support de matiere plastique une 
antenne de couplage m\anie de deux homes de connexion 
61ectriquc, 

b) monter sur lesdites homes de contact clectriquc une 
pastille semi-conductrice & contact par protuberances. 

Ainsi, en mettant en oeuvrc la technique dite de la -puce 
retoumde-* (-flip chip- en anglo-saxon), on realise en unc seulc 
operation la connexion de la pastille semi-conductrice sur 
rantenne de couplage sans passer par un circuit de connexion. Du 
fait de rabsence de Cls de liaison et de surmoulage de protection, 
repaisseur de la pastille reste tris faible, ainsi que ses dimensions 
lateralcs ( 2mm au lieu de 1 5mm pour un module electronique). 

De plus, la feuille-support portant Tantenne de couplage n a 
pas besoin d'etre percee. 
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A partir du circuit 61ectronique ainsi obtenu, il est possible de 
realiser une carte k mimoire electronique sans contact. 

Selon rinvention, un procidc dc realisation d'unc carte a 
m6moirc electronique aptc a echanger, sans contact electrique, des 
5 informations avec un dispositif de lecture, ladite carte & memoirc 
electronique comportant une antenne de couplagc avec ledit 
dispositif dc lecture et une pastille semi-conductrice connectee a 
ladite antenne, eat remarquable en ce que ledit procede comprend 
les Stapes consistant a : 
10 a) rdaiiser sur une fcuille- support de matiere plastiquc une 

antenne de couplagc munie de deux bomes de connexion 
electrique, 

b) monter sur lesditcs bomes de connexion ^lectrique une 
pastille semi-conductrice a contact par protuberances, 

15 puis a : 

c) placer sur la feuiile support ainsi equipee, constituant 
ledit circuit electronique, au moins une feuiile 
interm6diaire dc matiere plastique, percee d*une 
ouverture destinee a recevoir ladite pastille semi- 

20 conductrice, 

d) placer une feuiile exteme de matiere plastique au moins 
sur ladite feuiile intermediaire, 

e) assembler lesdites feuilles. 

L'assemblage des dilFirentes feuilles peut €tre obtenu de 
25 diverses manieres : laminage k chaud ou collage, par exemple. 

Selon une variante de I'invention, un proced6 de realisation 
d'une carte a mimoire electronique aptc A dchanger , sans contact 
clectriquc, des informations avec un dispositif de lectvire, ladite 
carte 4 memoirc electronique comportant une antenne de couplage 
avec ledit dispositif dc lecture et une pastille semi-conductrice 
connectee 4 ladite antenne, est remarquable en ce que ledit 
procede comprend les etapes consistant d*une part a : 

a) realiser sur une feuille-support de matiere plastique une 
antenne de couplage munie de deux bomes dc connexion 
35 electrique, 
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b) monter sur lesdites homes dc connexion iiectrique unc 
pastille scmi-conductricc a contact par protuberances, 

puis a : . 

c) placer sur la fcuille support ainsi equipec, constituant 
ledit circuit ilectroniquc, unc feuille intermediaixc de 
matierc plastique, destinee a recouvnr laditc pastille 
semi-conduc trice , 

d) placer une feuille cxteme de matidre plastiquc au moins 
sur laditc fcuille intcrmediairc, 

e) laminer a chaud I cnsemble dcsdites feuilles. 

Ce dernier proc^de de realisation prtsente l avantage d'6viter 
ramenagement d'une ouverture a travers ladite feiiiUe 
intcrmediairc, la Demanderesse ayant pu etablir que, du fait de 
son faiblc volume, la pastille semi-conductrice ne produisait pas, 
aprcs laminage, de surcpaisscur notable k la surface de la feuUlc 
exteme, 4 Taplomb de la pastille. 

n faut egalement souligner que les prbcMes dc realisation 
d\uie carte ilectroniquc sans contact, conformes & Tinvention, 
peuvent s^appHquer quelle que soit la technique dc production 
cnvisagie : carte & carte, en planches ou en bandcs continues, les 
feuilles pouvant avoir des dimensions quelccnques. 

La description qui va suivrc en regard des dessins annexes, 
donnes k titre d'exemples non limitatifs, fera bien comprcndre cn 
quoi consiste I'invention et comment elle peut etre r6alis6c. 

La figure 1 est unc vuc de c6U d une fcuille- support sur 
laquellc est conncctie une pasUlle semi-conductrice conformement 
au proccde selon Tinvention. 

La figure 2 est une vue de dessus monu-ant un mode de 
connexion "a cheval" dune pastille semi-conductrice sur une 
antenne de couplage. 

La figure 3 est une vue dc c6te d'un premier mode de 
realisation d'une carte sans conuct selon un premier precede de 
I'invention. 
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La figure 4 est unc vuc dc c6t6 d'un deuxieme mode de 
realisation d'une carte sans contact scion un premier proc^d6 de 

I'invention. 

La figure 5 est unc vuc de coU d'un troisieme mode de 
5 realisation d'unc carte sans contact scion un premier procede dc 

rinvcntion. 

La figure 6 est unc variante du mode de realisation de la 
figure 5. 

La figure 7 est unc vuc dc cote d'un premier mode de 
10 realisation d'une carte sans contact selon un deuxieme procede de 
I'invention. 

La figure 8 est unc vuc dc c6tt d'un deuxieme mode de 
realisation dune carte sans contact scion un deuxieme procede dc 
rinvcntion. 

15 Sxir la vue de cote de la figure 3 sont reprcscntes les divers 

constituants d'une carte sans contact realisee scion ^m premier 
mode de mise en oeuvre du procede, objct dc I'invention. Ladite 
carte sans contact est dcstinte a ^changer des informations, sans 
contact eicctrique, avec un dispositif de lecture , non rcpresentc. A 

20 cet effet, la carte comprcnd un circuit eiectronique 1 comportant 
unc antennc dc 10 de couplagc avec ledit dispositif .de lecture, 
realisee, ainsi que des homes 11. 12 de connexion electrique. sur 
une feuille-support 30 de maticre plastiquc, montrde plus en detail 
sur la figure 1 . 

25 Sur ladite feuille-support 30 est montee selon la technologic 

"puce rctoumee- (flip chip) une pastille semi-conductrice 20 
prcalablemcnt munie de protuberances 211, 221 prdvues pour 
venir en contact avec les bomes 11, 12 de connexion dc Tantcnne 
10. 

30 L antenne 10 de couplagc pcut etrc realisee scion plusieurs 

techniques, tellcs que I'impression ou la gravurc, Toutefois il y a 
avantage, pour des raisons de cout ct de simplicitc de mise en 
oeuvre, a ce que I'antenne soit serigraphice avec une cncre 
conductricc. sans d6p6t metallique. ou autre, prealable. Bien 

35 entendu, la technologic "offset" pcut egalement etrc utilisee. On 
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obticnt ainsi dcs antenncs avcc dcs facteurs dc qualite certes 
inferieurs qu*avec des antennes imprim^es ou gravies, mais tout a 
fait compatibles avec ]'appIication carte sans contact. 

Dans le cas oia les protuberances 21 1, 221 de la pastille semi- 
5 conductrice 20 sont mdtalliques (or, cuivrc, aluminium, 6tain, 
etc.), les bomes 11, 12 de connexion sont metalliques, a savoir 
soit metallisees, or par exemple, la pastille 20 etant ensuite montee 
par thermo-compression, soit etamees avec report de p&te & braser 
et montage de la pastille par soudure. Dans les deux cas, I'antenne 

10 10 de couplage dott etre m^tallique. 

Cependant, les techniques de thermo-compression et de 
soudure nc permettent pas Tutilisation de circuits imprimes en 
mati^res plastiques dc faible cout, telles que Ic PVC, TABS et Ic 
polyester en raison des temperatures et dcs pressions requises. 

15 Certains plastiques un peu plus chers, polyimides par exemple, 
peuvent supporter la thermo-compression, mais dans des 
^paisseurs souvent incompatibles avec la realisation de cartes & 
memoixe electronique aux normes ISO. D*autre part, les plastiques 
supportant les hautes temperatures sont tres diflicilcs a rcplastifier 

20 par injection et a fortiori par laminage. Cette demiere technique 
exige alors I'emploi d'adheslfs tres on^reux pour une tenue 
micanique de mauvaise qualite (dclaminage. faible elasticity). 

C'est pourquoi, il est preferable que la pastille semi- 
conductrice 20 a contact par protuberances 211, 221 soit montee 

25 sur les bomes 11, 12 de connexion eiectriques de I'antenne de 
couplage au moyen dune colle conductrice. Les bomes 11, 12 de 
connexion eiectrique sont enduites de colle ou d'encre conductrice, 
par serigraphie par exemple. La pastille 20 est alors rapportee, 
puis la colle est potymerisee & chaud. Les temperatures requises 

30 pour CCS coUes sont compatibles avcc la tenue en temperature des 
matieres plastiques. 

Ce procede dc report par colle conductrice presente de 
nombreux avantages : 

— il est tres economiquc, 
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— on peut utiliser n'importe quelle matiere plastique, meme 
celles ayant de faibles tenues en temperature et en 
pression, 

— le problime de compatibilite entre la matiere plastique de 
5 la feuille-support 30 de I'antenne 10 et de la matiere 

plastique de la carte ne se pose plus, 

— I'antenne de couplage n*a pas besoin d'etre metallique et 
peut 6tre reaiis6e dans un mat^riau conducteur non 
metallique, comme le carbone ou I'encre conductrice, par 

10 exemple. 

Les protuberances 211, 221 seront de preference realisdes 
avec des polymcres conducteurs de Teiectricite qui, dans 
I'application aux cartes a memoire electronique, offrent d*un point 
de vue mecanique un meilleur decouplage de la pastille semi- 

15 conductrice par rapport au corps de la carte. Naturellement, potir 
etre compatibles avec le procede, les metallisations 21, 22 
d'entree/sortie des pastilles doivent etre faites avec un metal 
inoxydable ou bien un metal dont foxyde est conducteur de 
reiectricite : or, titane/tungstene, argent, cuivre. 

20 Plusieurs variantcs sont a envisager selon la nature du 

pol3miere conducteur formant les protuberances : 

a) le po]3rmere est unc resine epoxy chargee argent qui sera 
polymerisee apres serigraphie, 

b) le polymere est une resine epoxy chargee argent 
25 reactivable, sechee apres serigraphie, et qui sera 

polymerisee apres assemblage du circuit integre sur le 
substrat isolant du module, 

c) le polymere est un thermoplastique charge argent. 
Comme I'indiquc la figure 2, la pastille semi-conductrice 20 a 

30 contact par protuberances 211, 221 peut etre montee a cheval sur 
Tantennc 10 de couplage. On evite ainsi d'utiliscr un circuit double 
face tres cher. 

Apres realisation de I'antenne 10 sur la feuille-support 30 et 
montage de la pastille semi-conductrice 20, le procede de 
35 rinvcntion prcvoit, conformcment a la figure 3, de placer sur ladite 
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fcuille-support 30 constituant le circuit ilectroniquc 1 unc fcuillc 
interxnediaire 31 de matiere plastique perc^e d*une ouverturc 3H 
destinec a reccvoir ladite pastille semi-conductricc. Puis, unc 
fcuillc cxtcme 33 de matidrc plastique est placec sur ladite fcuillc 
interxnediaire 31. Enfin, rensemble des fcuilles 30, 31, 33 est 
assemble par laminagc k chaud, par excmple, pour rcaliscr la 
carte. Avantageusemcnt, Ics fcuilles utilisies sont toutes dans unc 
memc matiere plastique, ccci afin d'eviter Temploi d*adMsifs. Bicn 
cntendu. I'assemblagc des fcuilles pourrait ctrc dgalement realise 
par d'autres techniques, comme le collage. 

On obtient ainsi unc structure homogtoe et syxn6trique dont 
le plan de sym^trie est ref<6rencd A aur la figure 3. Les avantages de 
cette structure sont les suivants : 

— Tencombremcnt de la pastille semi-conductrice 20 6tant 
trds faible compare a celui d\in modiile dlectronique, la 
cavit6 formee par rouvcrturc 311 n'a pas besoin d'etre 
comblie avcc de la resinc avant laminage, les fluages de 
mati&re plastique dans la cavite restant tris limitfts, 

— s'il reste des depots en surface dus au fluage» ils sont sur 
des surfaces tris petitcs. 

— la tolerance sur la precision de I'ouverture 311 peut Stre 
large. 

— comme Tinscrt est d'fepaisseur tres faible, on peut rcaliscr 
des structures ou les fcuilles extemes sont relativement 
epaisses, cc qui permet, d'une part, d imprimcr les faces 
exterieures des cartes sans difficultc et avec de trcs bons 
rendements, et, d'autre part, d'atttouer les fluages de 
matiere plastique en surface autour de I'ouverture 311, 

— comme le montre la figure 5, on peut placer des fcuilles 
35, 36 de couvcrture (overlays en anglo-saxon) sur les 
faces exterieures de la structure formee par Tensemble 
des fcuilles de matiere plastique, 

— le precede permet la realisation de planches sur 
lesquellcs on peut diposer des pistes magnitiques avec 
de tres bons rendements. 
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La figure 4 montre qu'au besoin il est possible de placer une 
deuxieme feuille intcrmcdiairc 32 percee d'unc ouvcrture 321 
correspondant a louverturc 3X1 dc la premiere feuille 
intermediairc 3 1 . Dans ce cas, afin de symetriser la structure, une 
5 deuxieme feuille exteme 34 est placee sur la feuille-support 30. 

Toujours dans le souci de donner & la carte la structure la 
plus sym^thque possible, on peut, conformiment 4 la figure 5, 
realiser un enroulement 10'» semblable a I'antenne 10, sur la 
feuille 33 symetrique de la feuille- support 10 par rapport a la 

10 feuille intermediaire 31 contigue a la feuille support 30. 

On peut ainsi realiser des antennes k fort volume metallique 
sans risquer que les cartes ne se galbent. 

Les figures 7 et 8 illustrcnt une variante de proc6de de 
r^adisation d'une carte a memoire electronique qui consiste, apr^s 

15 avoir realise un circuit electronique 1 seion le proc6de d6crit plus 
haut, i placer sur la feuille-support 30 une feuille intermediaire 31' 
de mati6re plastique, sans ouverture, destin6e a recouvrir la 
pastille semi-conductricc 20. Un feuille exteme 33' de mati^re 
plastique est placee sur la feuille intermediaire 31'. Puis, 

20 I'ensemble est laming k chaud pour donner la structure de la figure 
7 sur laquelle il apparait que la pastille semi-conductrice 20 
conforme cUc-meme une cavit6 dans I'cpaisseur de la feuille 
intermediaire 31' sans pour autant que ne se cr66e une 
sur^paisseur notable au niveau de la feuille exteme 33*. 

25 L'exemple de realisation de la figure 7 correspond au cas ou 

rimpression des faces exterieures est effectude apr^s laminagc a 
chaud. Par contre, si Ton veut imprimer la carte avant I'operation 
de laminage, une deuxieme feuille exteme preimprimee 34' est 
plac6e contre la feuille-support 30, a lopposi de la feuille 

30 intermediaire 31*, la premiere feuille exteme 33* 6tant egalement 
preimprimee. 
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REVBNDICATIONS 

1. ProcMi de realisation dun circuit electronique (1) pour une 
carte a mimoirc electronique aptc k echanger, sans contact 
electrique, des informations avec un dispositif de lecture, ledit 
circuit electronique (1) comportant une antenhe (10) de 
couplage avec ledit dispositif de lecture ct une pastille semi- 
conductricc (20) connect^e k ladite antcnne (10), caracterise 
en ce que ledit proc6d6 comprend les etapes consistant k : 

a) realiser sur une feuillc- support (30) de matiire plastiquc 
une antenne (10) de couplage munie de deux homes (11, 
12) de connexion ^ectriquCi 

b) monter sur lesditcs bomes (11, 12) de connexion 
clcctrique une pastille semi-conductricc (20) a contact 
par protuberances (211, 221). 

2. ProcM6 selon la revendication 1, caracterise en ce que la 
pastiUe semi-conductricc (20) a contact par protuberance 
(21 1, 221) est montee & cheval sur I'antenne (10) de couplage, 

3. Precede selon I'une des revcndications 1 ou 2, caracterise en 
ce que ladite pastille semi-conductrice (20) a contact par 
protuberances (211, 221) est montee sur les bomes (11, 12) 
de connexion electrique de I'antenne (10) de couplage au 
moyen d'une colle conductrice. 

4. Procede selon I'une quelconquc des rievendications 1 a 3, 
caracterise en ce que J antenne de couplage est realisce au 
moyen d'unc encre conductrice, par serigraphie ou offset, 

5. Procede selon I'une quelconque des rwendications 1 k 4. 
caracterise en ce que I'antenne (10) de couplage est realisce en 
un materiau conductcur non metallique, y compris le carbone. 

6. Procede selon I'une quelconque des revcndications 1 k 5, 
caracterise en ce que les protuberances (211, 221) de la 
pastille semi-conductrice (20) sont realisees en polymcre 
conductevir. 

7. Procede de realisation d une carte a mcmoire electronique apte 
k echanger, sans contact electrique, des informations avec un 
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dispositif de lecture, laditc carte a m6moire clectronique 
comprcnant un circuit Wectroniquc (1) comportant unc 
antennc (10) de couplage avcc ledit dispositif de lecture et une 
pastille scmi-conductrice (20) connectce ^ ladite antcnne (10), 
5 caractirise en ce que ledit procddc comprcnd les ctapes 

consistant d'une part a : 

a) realiscr sur une feuiUe- support (30) de matiere plastique 

une antcnne (10) de couplage munic dc deux borncs (11, 

12) de connexion ilcctrique, 
^) montcr sur lesdites homes (11, 12) de connexion 

electrique unc pastille scmi-conductrice (20) a contact 

par protuMrances (211, 221), 
puis k : 

c) placer sur U fcuiile support (30) ainsi dquipcc. 
constituant ledit circuit «ectronique (1). au moins une 
fcuiile intermidiairc (31, 32) de matiere plastique. perc6e 
d'une ouverturc (311, 321) destinde a rcccvoir laditc 
pastille semi-conductrice (20), 

d) placer une feuille exteme (33, 34) dc matiere plastique au 
moins sur ladite feuille intermediairc (31, 32), 

e) assembler lesdites feuilles. 

8. Proced* scion la revcndication 7, caracterisc en ce que les 
6tapes c) et d) consistent k placer deux feuilles intcrmediaires 
(31, 32) sur la feuille support (30) et k placer une feuille 
exteme (33. 34), d une part, sur les feuilles intcrmediaires (31, 
32). et, d'autre part, sur la feuille support (30). 

9. Proccdc de realisation d une carte k m6moire electronique aptc 
k echanger, sans contact Electrique, des informations avcc un 
dispositif de lecture, ladite carte a mcmoire. electronique 
comportant une antcnne (10) de couplage avcc ledit dispositif 
de lecture et unc pastille semi-conductrice (20) conncctac a 
ladite antcnne (10), caract^risE en ce que ledit proccdd 
comprcnd les ctapes consistant d une part a : 
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a) rdaliser sur unc fcuille-support (30) de matiire plastique 
unc antenne (10) dc couplagc munie dc deux bomcs (11, 
12) de connexion ^lectrique, 

b) xnonter sur lesdites bomcs (11, 12) dc connexion 
electrique unc pastille sexni-conductricc (20) a contact 
par protuberances (211, 221), 

puis k : 

c) placer sur la feuillc support (30) ainsi cquipee, 
coRBtituant ledit circuit ilectronique (1), une feuillc 
interm^diaire (31*) de matiere plastique destin^e k 
recouvrir ladite pastille semi-conductrice (20), 

d| placer une feuiUe exteme (33\ 34') de matiere plastique 

au moins sur ladite feuille interm^diaire (31'), 
e) Icuniner a chaud Tensemble desdites feuilles. 

10. Procede selon Tune quelconque des revendications 7 4 9, 
caracteris^ en ce que, apres I'ctapc d) unc fciiille (35, 36) dc 
couverture est placee sur chaque face extcricure dc Tcnsemble 
desdites feuilles. 

11. Procede selon Tune quelconque des revendications 7 a 10, 
caractcrise en cc que lesdites feuilles sont toutes realisecs 
dans la m6zne matiere plastique. 

12. Proc6de selon Tune quelconque des revendications 7 A 11, 
caractcrise en ce qu'un enroulcment (10') scmblable d 
Tantenne (10) de couplage est realise sur la feuille symetrique 
de la fcuille-support (10) par rapport a la feuille intermediaire 
contigue a la feuille support (10). 
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